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(57)摘要

振动式大米整形真空包装机，包括机箱、盖

板、热压封口装置，抽真空装置,该盖板设于该机

箱竖直上方端面，所述机箱上方端面设有容置

槽，所述盖板与机箱密封扣合时容置槽封闭形成

密封容置腔,所述抽真空装置与该密封容置腔相

连通，所述热压封口装置设置于密封容置腔内，

真空袋袋口延伸至该热压封口装置内进行封口，

所述密封容置腔内设有振动装置，该振动装置包

括上振动托盘及振动电机，振动机构中振动电机

运行带动上振动托盘持续抖动，振动驱使真空袋

内大米自然平铺于上振动托盘，梳理了袋内大

米，保证了真空包装后真空袋表面的平整度，该

过程简洁高效，在真空包装的同时进行了大米整

形，包装效果显著提高。
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1.振动式大米整形真空包装机，包括机箱、盖板、热压封口装置，抽真空装置,该盖板设

于该机箱竖直上方端面，所述机箱上方端面设有容置槽，所述盖板与机箱密封扣合时容置

槽封闭形成密封容置腔,所述抽真空装置与该密封容置腔相连通，所述热压封口装置设置

于密封容置腔内，真空袋袋口延伸至该热压封口装置内进行封口，其特征在于：所述密封容

置腔内设有振动装置，该振动装置包括上振动托盘及振动电机，该上振动托盘成水平设置

包括竖直上方的托举端面及竖直下方的驱动端面，所述振动电机设置于驱动端面一侧并与

上振动托盘联动配合，真空袋平铺设置于托举端面，所述振动电机待抽真空装置、热压封口

装置运作完毕，密封容置腔形成负压环境后启动，驱动上振动托盘抖动驱使真空袋内颗粒

物料均匀分布，所述抽真空装置待振动电机运作完毕后再次启动，驱使密封容置腔恢复常

压。

2.根据权利要求1所述的振动式大米整形真空包装机，其特征在于：所述振动装置还包

括下振动盘、弹性件及升降驱动机构，所述弹性件支撑设置于上振动托盘与升降驱动机构

之间，该弹性件两端分别与上振动托盘及升降驱动机构固定连接，所述下振动盘设置于升

降驱动机构竖直下方并与升降驱动机构联动配合，该升降驱动机构驱动下振动盘、弹性件、

上振动盘于密封容置腔内做升降运动，所述升降驱动机构驱动上振动托盘托举真空袋上升

至抵触盖板处与盖板形成上下挤压夹合真空袋动作，所述抽真空装置待升降驱动机构运作

完毕后再次启动，驱使密封容置腔恢复常压。

3.根据权利要求1所述的振动式大米整形真空包装机，其特征在于：所述振动装置还包

括升降驱动机构，所述升降驱动机构设置于上振动托盘竖直下方并与上振动盘联动配合，

该升降驱动机构驱动上振动托盘托举真空袋上升至抵触盖板处与盖板形成上下夹合挤压

真空袋动作，所述抽真空装置待升降驱动机构运作完毕后再次启动，驱使密封容置腔恢复

常压。

4.根据权利要求2所述的振动式大米整形真空包装机，其特征在于：所述弹性件为弹

簧。

5.根据权利要求2至4任意一项所述的振动式大米整形真空包装机，其特征在于：所述

升降驱动机构包括气囊及第一电磁阀，所述气囊包括进气口及出气口，所述出气口与抽真

空装置联通，所述进气口与密封容置腔联通，所述第一电磁阀设置于进气口与密封容置腔

之间控制进气口通断。

6.根据权利要求5所述的振动式大米整形真空包装机，其特征在于：所述热压封口装置

包括脉冲式封口机，所述抽真空装置为真空泵。

7.根据权利要求6所述的振动式大米整形真空包装机，其特征在于：所述机箱外设有移

动装卸机构，该移动装卸机构包括机架、万向轮及翘板，所述万向轮设置于机架底部，驱动

机架移动，所述机架顶部活动设置有安装座，该安装座与机架呈周向水平旋转配合，所述安

装座与翘板中点位置的两侧面铰接配合，形成跷跷板运动，所述安装座竖直方向高度高于

容置槽，所述翘板两端竖直方向的顶面上均设有放置真空袋的安置槽，所述安置槽槽口处

活动设置有弹性压条，该弹性压条与翘板周转配合。

8.一种大米包装方法，其特征在于：按以下步骤进行，

步骤一，将颗粒物料注入真空包装袋，然后将真空包装袋连同颗粒物料放入密封室底

面，并将真空包装袋袋口部位延伸至热压封口装置内待封口；
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步骤二，对密封室进行抽真空处理，使密封室产生负压，在密封室产生负压过程中，因

真空包装袋内尚存气体，导致真空包装袋内压力与密封室不平衡，真空包装袋为使袋内气

体排出，袋体呈膨胀状态，然后对包装袋袋口部位进行热封处理，同时保持密封室真空状

态；

步骤三，袋内颗粒物料因袋体膨胀得到运动空间，此时对袋内颗粒物料进行振动，驱使

颗粒物料自然平铺于密封室底面；

步骤四，驱动密封室底面与顶面夹合，驱使真空包装袋顶部、底部两端面收到夹合挤

压，袋内颗粒物料收夹合压力向包装袋四周侧面散开，直至遭遇包装袋变形抗力停止；

步骤五，关闭抽真空装置，使密封室由负压恢复常压，此时真空包装袋袋口封闭，袋内

为负压，真空包装完成。

9.根据权利要求8所述的一种大米包装方法，其特征在于：所述密封室底面与顶面呈水

平设置。
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振动式大米整形真空包装机及一种大米包装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及食品包装设备领域，具体涉及振动式大米整形真空包装机及一种大米

包  装方法。

背景技术

[0002] 大米是人类主要食品之一，大米包装不合格时会使大米容易受潮发霉，长时间与

空  气接触，空气在的水分氧气等容易引起大米病变。现在大米在市面上流通过程，有商家

厂商  使用真空包装来对大米进行保质处理，常规的真空包装机只是通过将大米装入真空

袋，在抽  真空环境下对袋口进行热封，完成大米的真空包装，这种真空包装方式的缺陷是：

大米呈颗  粒状，大量大米在散乱状态下真空封装，导致真空袋内米粒分布不均匀，呈现“大

肚便便”  状态，真空袋外表面起伏不平，在收纳、运输、摆放等过程中浪费了大量空间，同等

空间 下，存储量大幅度下降，无形增加了成本。

[0003] 在此基础上，市面上又推出了附带整形模具的手动真空包装机，使用过程中，首先 

要将真空袋放入模具型腔内，装入大米直至填满型腔型腔，然后通过封盖将模具型腔封闭， 

封盖上设有供真空袋袋口部分伸出的槽口，再将整个模具放入真空包装机，进行抽真空、封 

口，包装完成后得到依据型腔形状的真空包装大米，将真空袋冲模具内拿出，完成大米真空 

包装。

[0004] 然后这种方式进行大米真空包装，需要进行手动真空袋装入模具、封盖封闭型腔 

口、将袋口部分从封盖槽口伸出、将真空袋从模具中脱离等多个步骤，才能得到一个形状固 

定、外周面平整的真空包装大米。过多的操作步骤使得完成一袋米包装的时间变长，而且真 

空袋装入、脱离的模具的过程相对精细，需要操作人员花费大量精力，进一步降低了包装效 

率。而且不同公斤装的大米真空袋形成的体积不同，需要重新定制模具规格，加大了成本。

发明内容

[0005] 本发明为了解决上述技术的不足，提供了一种能够在真空包装大米的过程中，对

大  米进行整形处理，保证真空袋外周面平整，形状统一的振动式大米整形真空包装机及一

种大  米包装方法。

[0006] 本发明的技术方案：振动式大米整形真空包装机，包括机箱、盖板、热压封口装 

置，抽真空装置,该盖板设于该机箱竖直上方端面，所述机箱上方端面设有容置槽，所述盖 

板与机箱密封扣合时容置槽封闭形成密封容置腔,所述抽真空装置与该密封容置腔相连

通，  所述热压封口装置设置于密封容置腔内，真空袋袋口延伸至该热压封口装置内进行封

口，所  述密封容置腔内设有振动装置，该振动装置包括上振动托盘及振动电机，该上振动

托盘成水  平设置包括竖直上方的托举端面及竖直下方的驱动端面，所述振动电机设置于

驱动端面一侧 并与上振动托盘联动配合，真空袋平铺设置于托举端面，所述振动电机待抽

真空装置、热压  封口装置运作完毕，密封容置腔形成负压环境后启动，驱动上振动托盘抖

动驱使真空袋内颗  粒物料均匀分布，所述抽真空装置待振动电机运作完毕后再次启动，驱
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使密封容置腔恢复常  压。

[0007] 采用上述技术方案，通过在容置槽内设置的热压封口装置及振动装置，真空袋连

同  袋内大米放入密封容置腔内水平设置的上振动托盘上，操作人员可以预先将真空袋袋

口部分  延伸至热压封口装置内待封口，放置完毕，盖板与机箱密封扣合，容置槽封闭形成

密封容置  腔，与密封容置腔联通的抽装置装置将腔内气体抽出，形成真空负压环境。抽真

空过程中，  因真空包装袋内尚存气体，导致真空包装袋内压力与密封室不平衡，真空包装

袋为使袋内气  体排出，袋体呈膨胀状态，此时通过运行热压封口装置对包装袋袋口部位进

行热封处理，同  时保持密封容置腔真空状态，振动机构启动。袋内颗粒物料因袋体膨胀得

到运动空间，振动  机构中振动电机运行带动上振动托盘持续抖动，振动驱使真空袋内大米

自然平铺于上振动托  盘，梳理了袋内大米，保证了真空包装后真空袋表面的平整度，该过

程简洁高效，在真空包  装的同时进行了大米整形，包装效果显著提高。

[0008] 本发明的进一步设置：所述振动装置还包括下振动盘、弹性件及升降驱动机构，所 

述弹性件支撑设置于上振动托盘与升降驱动机构之间，该弹性件两端分别与上振动托盘及

升 降驱动机构固定连接，所述下振动盘设置于升降驱动机构竖直下方并与升降驱动机构

联动配  合，该升降驱动机构驱动下振动盘、弹性件、上振动盘于密封容置腔内做升降运动，

所述升 降驱动机构驱动上振动托盘托举真空袋上升至抵触盖板处与盖板形成上下挤压夹

合真空袋动  作，所述抽真空装置待升降驱动机构运作完毕后再次启动，驱使密封容置腔恢

复常压。

[0009] 采用上述技术方案，通过设置的振动盘、弹性件及升降驱动机构，升降驱动机构驱 

动下振动盘、弹性件、上振动托盘于密封容置腔内做升降运动，所述升降驱动机构驱动上振 

动托盘托举真空袋上升至抵触盖板处位置时，托举端面上的真空袋首先与盖板接触，由于

盖  板作为不动端，托举端面与盖帽表面形成上下挤压夹合真空袋动作，驱使真空袋上下两

端面  受到平整，而袋内袋内大米上下受压后向四周扩散，又遭遇真空袋袋体侧面的拦截，

形成一  个固定形状的封闭空间，抽真空装置待升降驱动机构运作完毕后再次启动，驱使密

封容置腔  恢复常压。此时真空袋收缩紧紧裹住袋内大米，使得大米真空包装后长期保持固

定形状。这  样设置后无需设置额外模具，无需增加模具装填工作，便能够得到固定形状的

真空包装大  米，其过程自动，没有增加人员操作，生产效率极高，而且封装过程只要采用同

一大小型号 的真空袋和同数量的大米，便能保证产品形状近似度高，同一台机器只需要更

换真空袋型号  便能封装各类斤数的大米，不受模具限制，大大减少了加工成本。而设置的

下振动盘及弹性  件，在上振动托盘上升至极限位置，收到盖板的阻力后，在弹性件可以通

过受压弹性变形。

[0010] 本发明的进一步设置：所述振动装置还包括升降驱动机构，所述升降驱动机构设

置  于上振动托盘竖直下方并与上振动盘联动配合，该升降驱动机构驱动上振动托盘托举

真空袋  上升至抵触盖板处与盖板形成上下夹合挤压真空袋动作，所述抽真空装置待升降

驱动机构运  作完毕后再次启动，驱使密封容置腔恢复常压。

[0011] 采用上述技术方案，虽然去除了下振动盘及弹性件，依然能够完成上下夹合挤压

真空  袋动作。

[0012] 本发明的进一步设置：所述弹性件为弹簧。

[0013] 本发明的进一步设置：所述升降驱动机构包括气囊及第一电磁阀，所述气囊包括
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进  气口及出气口，所述出气口与抽真空装置联通，所述进气口与密封容置腔联通，所述第

一电  磁阀设置于进气口与密封容置腔之间控制进气口通断。

[0014] 采用上述技术方案，通过将气囊及第一电磁阀作为升降驱动机构，在需要启动升

降  驱动机构上升时，首先关闭第一电磁阀，切断进气口与密封容置腔的联通，使得密封容

置腔  形成气密环境，抽真空装置对气囊出气口鼓起，使得气囊体积鼓胀，驱动下振动盘、弹

性  件、上振动托盘，在需要升降驱动机构下降时，抽真空装置将气囊内气体抽出，气囊体积

缩  小，驱动下振动盘、弹性件、上振动托盘自然下降。在无需启动升降驱动机构时，第一电

磁 阀打开，气囊仅作为联通抽真空装置与密封容置腔的气道，丝毫不影响抽真空工作，设

置气  囊作为升降驱动机构可以减少占用空间，而且其动力源是抽真空装置，省去了外置其

他动力  源，节省了成本。气囊本身的弹性，与弹性件一并的加强了缓冲作用。

[0015] 本发明的进一步设置：所述热压封口装置包括脉冲式封口机，所述抽真空装置为

真 空泵。

[0016] 采用上述技术方案，采用脉冲式封口机，可以瞬间加热袋口部位进行热封，效率 

高。

[0017] 本发明的进一步设置：所述机箱外设有移动装卸机构，该移动装卸机构包括机架、 

万向轮及翘板，所述万向轮设置于机架底部，驱动机架移动，所述机架顶部活动设置有安装 

座，该安装座与机架呈周向水平旋转配合，所述安装座与翘板中点位置的两侧面铰接配合， 

形成跷跷板运动，所述安装座竖直方向高度高于容置槽，所述翘板两端竖直方向的顶面上

均  设有放置真空袋的安置槽，所述安置槽槽口处活动设置有弹性压条，该弹性压条与翘板

周转  配合。

[0018] 采用上述技术方案，在真空封装过程中，操作人员可以预先将待封装大米及真空

袋  放入翘板上一侧的安置槽内，机箱内封装完毕后，先将翘板另一侧闲置安装槽移动至密

封容  置腔内，操作人员便可以只需将封装完毕的米袋移动一小段距离，放入闲置的安置槽

内，然  后旋转安置座，将另一侧待封装的真空袋转入密封容置腔，操作人员便可以只待封

装的真空  袋移动一小段距离，放入密封容置腔，这样设置的移动装卸机构灵活省力，帮助

操作人员装  卸真空袋，节省了大量气力，设置的安装座、万向轮及翘板具有多个自由度，方

便操作人员  任意调节方位。

[0019] 本发明的进一步设置：一种大米包装方法，按以下步骤进行，

步骤一，将颗粒物料注入真空包装袋，然后将真空包装袋连同颗粒物料放入密封室底

面，并  将真空包装袋袋口部位延伸至热压封口装置内待封口；

步骤二，对密封室进行抽真空处理，使密封室产生负压，在密封室产生负压过程中，因

真空  包装袋内尚存气体，导致真空包装袋内压力与密封室不平衡，真空包装袋为使袋内气

体排  出，袋体呈膨胀状态，然后对包装袋袋口部位进行热封处理，同时保持密封室真空状

态；

步骤三，袋内颗粒物料因袋体膨胀得到运动空间，此时对袋内颗粒物料进行振动，驱使

颗粒  物料自然平铺于密封室底面；

步骤四，驱动密封室底面与顶面夹合，驱使真空包装袋顶部、底部两端面收到夹合挤

压，袋 内颗粒物料收夹合压力向包装袋四周侧面散开，直至遭遇包装袋变形抗力停止；

步骤五，关闭抽真空装置，使密封室由负压恢复常压，此时真空包装袋袋口封闭，袋内
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为负  压，真空包装完成。

[0020] 采用上述技术方案，通过该方法真空包装的大米，能够在真空包装大米的过程中， 

对大米进行整形处理，保证真空袋外周面平整，形状统一。

[0021] 本发明的进一步设置：所述密封室底面与顶面呈水平设置。

[0022] 采用上述技术方案，底面与顶面呈水平设置保证了袋内大米在抖动时分布更加平

整  均匀。

附图说明

[0023] 图1为本发明实施例的结构图；

图2为本发明实施例的爆炸图1；

图3为本发明实施例的爆炸图2；

图4为本发明实施例的剖视图。

[0024]

具体实施方式

[0025] 如图1-4所示，振动式大米整形真空包装机，包括机箱1、盖板2、热压封口装置  3，

抽真空装置4,该盖板2设于该机箱1竖直上方端面，所述机箱1上方端面设有容置槽  11，所

述盖板2与机箱1密封扣合时容置槽11封闭形成密封容置腔12,所述抽真空装置4与  该密封

容置腔12相连通，所述热压封口装置3设置于密封容置腔12内，真空袋袋口延伸至  该热压

封口装置3内进行封口，所述密封容置腔12内设有振动装置5，该振动装置5包括  上振动托

盘51及振动电机52，该上振动托盘51成水平设置包括竖直上方的托举端面511  及竖直下方

的驱动端面512，所述振动电机52设置于驱动端面512一侧并与上振动托盘51  联动配合，真

空袋平铺设置于托举端面511，所述振动电机52待抽真空装置4、热压封口装  置3运作完毕，

密封容置腔12形成负压环境后启动，驱动上振动托盘51抖动驱使真空袋内  颗粒物料均匀

分布，所述抽真空装置4待振动电机52运作完毕后再次启动，驱使密封容置  腔12恢复常压。

[0026] 通过在容置槽11内设置的热压封口装置3及振动装置5，真空袋连同袋内大米放入 

密封容置腔12内水平设置的上振动托盘51上，操作人员可以预先将真空袋袋口部分延伸至 

热压封口装置3内待封口，放置完毕，盖板2与机箱1密封扣合，容置槽11封闭形成密封  容置

腔12，与密封容置腔12联通的抽装置装置将腔内气体抽出，形成真空负压环境。抽真  空过

程中，因真空包装袋内尚存气体，导致真空包装袋内压力与密封室不平衡，真空包装袋  为

使袋内气体排出，袋体呈膨胀状态，此时通过运行热压封口装置3对包装袋袋口部位进行 

热封处理，同时保持密封容置腔12真空状态，振动机构启动。袋内颗粒物料因袋体膨胀得 

到运动空间，振动机构中振动电机52运行带动上振动托盘51持续抖动，振动驱使真空袋内 

大米自然平铺于上振动托盘51，梳理了袋内大米，保证了真空包装后真空袋表面的平整 

度，该过程简洁高效，在真空包装的同时进行了大米整形，包装效果显著提高。

[0027] 所述振动装置5还包括下振动盘53、弹性件54及升降驱动机构，所述弹性件54支 

撑设置于上振动托盘51与升降驱动机构之间，该弹性件54两端分别与上振动托盘51及升 

降驱动机构固定连接，所述下振动盘53设置于升降驱动机构竖直下方并与升降驱动机构联 

动配合，该升降驱动机构驱动下振动盘53、弹性件54、上振动盘于密封容置腔12内做升降 
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运动，所述升降驱动机构驱动上振动托盘51托举真空袋上升至抵触盖板2处与盖板2形成 

上下挤压夹合真空袋动作，所述抽真空装置4待升降驱动机构运作完毕后再次启动，驱使密 

封容置腔12恢复常压。

[0028] 通过设置的振动盘、弹性件54及升降驱动机构，升降驱动机构驱动下振动盘53、弹 

性件54、上振动托盘51于密封容置腔12内做升降运动，所述升降驱动机构驱动上振动托  盘

51托举真空袋上升至抵触盖板2处位置时，托举端面511上的真空袋首先与盖板2接  触，由

于盖板2作为不动端，托举端面511与盖帽表面形成上下挤压夹合真空袋动作，驱使  真空袋

上下两端面受到平整，而袋内袋内大米上下受压后向四周扩散，又遭遇真空袋袋体侧  面的

拦截，形成一个固定形状的封闭空间，抽真空装置4待升降驱动机构运作完毕后再次启  动，

驱使密封容置腔12恢复常压。此时真空袋收缩紧紧裹住袋内大米，使得大米真空包装  后长

期保持固定形状。这样设置后无需设置额外模具，无需增加模具装填工作，便能够得到  固

定形状的真空包装大米，其过程自动，没有增加人员操作，生产效率极高，而且封装过程  只

要采用同一大小型号的真空袋和同数量的大米，便能保证产品形状近似度高，同一台机器 

只需要更换真空袋型号便能封装各类斤数的大米，不受模具限制，大大减少了加工成本。而 

设置的下振动盘53及弹性件54，在上振动托盘51上升至极限位置，收到盖板2的阻力  后，在

弹性件54可以通过受压弹性变形。

[0029] 所述振动装置5还包括升降驱动机构，所述升降驱动机构设置于上振动托盘51竖

直  下方并与上振动盘联动配合，该升降驱动机构驱动上振动托盘51托举真空袋上升至抵

触盖  板2处与盖板2形成上下夹合挤压真空袋动作，所述抽真空装置4待升降驱动机构运作

完毕  后再次启动，驱使密封容置腔12恢复常压。

[0030] 虽然去除了下振动盘53及弹性件54，依然能够完成上下夹合挤压真空袋动作。

[0031] 所述弹性件54为弹簧。

[0032] 所述升降驱动机构包括气囊61及第一电磁阀62，所述气囊61包括进气口611及出 

气口612，所述出气口612与抽真空装置4联通，所述进气口611与密封容置腔12联通，  所述

第一电磁阀62设置于进气口611与密封容置腔12之间控制进气口611通断。

[0033] 通过将气囊61及第一电磁阀62作为升降驱动机构，在需要启动升降驱动机构上升 

时，首先关闭第一电磁阀62，切断进气口611与密封容置腔12的联通，使得密封容置腔12  形

成气密环境，抽真空装置4对气囊61出气口612鼓起，使得气囊61体积鼓胀，驱动下振  动盘

53、弹性件54、上振动托盘51，在需要升降驱动机构下降时，抽真空装置4将气囊61  内气体

抽出，气囊61体积缩小，驱动下振动盘53、弹性件54、上振动托盘51自然下降。  在无需启动

升降驱动机构时，第一电磁阀62打开，气囊61仅作为联通抽真空装置4与密封  容置腔12的

气道，丝毫不影响抽真空工作，设置气囊61作为升降驱动机构可以减少占用空  间，而且其

动力源是抽真空装置4，省去了外置其他动力源，节省了成本。气囊61本身的  弹性，与弹性

件54一并的加强了缓冲作用。

[0034] 所述热压封口装置3包括脉冲式封口机，所述抽真空装置4为真空泵。

[0035] 采用脉冲式封口机，可以瞬间加热袋口部位进行热封，效率高。

[0036] 所述机箱1外设有移动装卸机构7，该移动装卸机构7包括机架71、万向轮72及翘 

板73，所述万向轮72设置于机架71底部，驱动机架71移动，所述机架71顶部活动设置  有安

装座74，该安装座74与机架71呈周向水平旋转配合，所述安装座74与翘板73中点  位置的两
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侧面铰接配合，形成跷跷板运动，所述安装座74竖直方向高度高于容置槽11，所  述翘板73

两端竖直方向的顶面上均设有放置真空袋的安置槽731，所述安置槽731槽口处  活动设置

有弹性压条732，该弹性压条732与翘板73周转配合。

[0037] 在真空封装过程中，操作人员可以预先将待封装大米及真空袋放入翘板73上一侧

的  安置槽731内，机箱1内封装完毕后，先将翘板73另一侧闲置安装槽移动至密封容置腔12 

内，操作人员便可以只需将封装完毕的米袋移动一小段距离，放入闲置的安置槽731内，然 

后旋转安置座，将另一侧待封装的真空袋转入密封容置腔12，操作人员便可以只待封装的 

真空袋移动一小段距离，放入密封容置腔12，这样设置的移动装卸机构7灵活省力，帮助  操

作人员装卸真空袋，节省了大量气力，设置的安装座74、万向轮72及翘板73具有多个  自由

度，方便操作人员任意调节方位。

[0038] 一种大米包装方法，按以下步骤进行，

步骤一，将颗粒物料注入真空包装袋，然后将真空包装袋连同颗粒物料放入密封室底

面，并  将真空包装袋袋口部位延伸至热压封口装置3内待封口；

步骤二，对密封室进行抽真空处理，使密封室产生负压，在密封室产生负压过程中，因

真空  包装袋内尚存气体，导致真空包装袋内压力与密封室不平衡，真空包装袋为使袋内气

体排  出，袋体呈膨胀状态，然后对包装袋袋口部位进行热封处理，同时保持密封室真空状

态；

步骤三，袋内颗粒物料因袋体膨胀得到运动空间，此时对袋内颗粒物料进行振动，驱使

颗粒  物料自然平铺于密封室底面；

步骤四，驱动密封室底面与顶面夹合，驱使真空包装袋顶部、底部两端面收到夹合挤

压，袋 内颗粒物料收夹合压力向包装袋四周侧面散开，直至遭遇包装袋变形抗力停止；

步骤五，关闭抽真空装置4，使密封室由负压恢复常压，此时真空包装袋袋口封闭，袋内

为  负压，真空包装完成。

[0039] 采用上述技术方案，通过该方法真空包装的大米，能够在真空包装大米的过程中， 

对大米进行整形处理，保证真空袋外周面平整，形状统一。

[0040] 所述密封室底面与顶面呈水平设置。

[0041] 底面与顶面呈水平设置保证了袋内大米在抖动时分布更加平整均匀。
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